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内容概要

本书比较全面、系统、深入地论述了在晶体管和集成电路（IC）发展的不同历史时期出现的典型微电
子封装技术，着重论述了当前应用广泛的先进IC封装技术——QDP、BGA、FCB、MCM和3D封装技
术，并指出了微电子封装技术今后的发展趋势。
    全书共分8章，内容包括：绪论；芯片互连技术；插装元器件的封装技术；表面安装元器件的封装技
术；BGA和CSP的封装技术；多芯片组件（MCM）；微电子封装的基板材料、介质材料、金属材料及
基板制作技术；未来封装技术展望。
书后还附有微电子封装技术所涉及的有关缩略语的中英文对照等，以便读者查阅。
    本书涉及的知识面广，又颇具实用性，适合于从事微电子封装研发、生产的科技人员及从事SMT的
业界人士阅读，也是高校相关专业师生的一本有价值的参考书。
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